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北京天科合达半导体股份有限公司 

关于注销 2017 年股票发行募集资金专项账户的公告 

 

一、2017年股票发行募集资金基本情况  

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称公司）于 2017 年

8 月 2 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司

2017年第一次股票发行方案的议案》等议案，并于同日在全国股转系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2017年第一次股

票发行方案》（公告编号：2017-025）。2017年 8月 17日，公司召开

2017年第四次临时股东大会，审议通过该次股票发行相关议案，并于

同日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了

《股票发行认购公告》（公告编号：2017-029）。2017 年 9 月 19 日，

公司在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了

《2017 年第一次股票发行方案（更正后）》（公告编号：2017-040）。

根据《2017年第一次股票发行方案（更正后）》，公司 2017年股票发

行数量为 16,666,666股，发行价格为每股人民币 2.70元，募集资金

合计人民币 45,000,000.00元。公司于 2017年 8月 24日前收到认购

人缴纳的股份认购款 45,000,000.00 元；2017 年 9 月 6 日，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第 ZB11947 号”
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《验资报告》，验证公司收到全部股份认购款。 

2017年 9月 21日，全国股转系统出具《关于北京天科合达半导

体股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5714 

号）， 确认公司本次股票发行 16,666,666股，其中限售 382,500股，

不予限售 16,284,166股。 

二、2017年股票发行募集资金实际使用情况 

截至 2019 年 8月 7日，公司 2017年股票发行募集资金的实际使

用情况如下： 

项目 实际金额 

募集资金总额 45,000,000.00 

加：利息收入 56,681.93 

减：采购产品生产设备 15,000,000.00 

减：研发投入 10,032,666.43 

减：补充流动资金 20,024,015.50 

募集资金余额 0.00 

截至 2019年 8月 7日，公司 2017年股票发行募集资金存在使用

用途变更的情况。根据《2017年第一次股票发行方案（更正后）》，公

司 2017 年股票发行募集资金原计划采购的生产设备清单中部分设备

采购尾款 562.00 万元尚未到付款期，为提升募集资金使用效率，将

该部分募集资金用途变更为支付新增采购生产设备的预付款。2018年

5月 11日，公司 2017年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集

资金用途的议案》，同意对 562.00万元原用于采购生产设备的募集资

金所采购生产设备明细进行变更： 
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募集资金用途 变更前募集资金（万元） 变更后募集资金（万元） 

采购产品生产设备 1500.00 938.00 

新增采购产品生产设备 - 562.00 

三、2017年股票发行募集资金专项账户注销情况  

（一）募集资金专项账户基本信息 

户名：北京天科合达半导体股份有限公司；  

开户行：华夏银行股份有限公司北京阜外支行；  

账号：10260000000783247。 

（二）募集资金专项账户注销情况 

2019 年 8 月 9 日，公司对上述募集资金专项账户进行了注销，

账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。  

特此公告。  

 

 

北京天科合达半导体股份有限公司 

董事会 

2019年 8月 9日 

 


